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パワーモジュールの技術・市場動向
2023

～IGBT及びSiCモジュールの動向～



調査の対象/ポイント

◆ 調査対象

 IGBTモジュール（IPM含む）, SiCモジュール

◆ 対象企業
三菱電機, 富士電機, 日立パワーデバイス, ローム, サンケン電気, 東芝デバイス＆

ストレージ, ルネサス, 京セラ, デンソー, Infineon, Semikron Danfoss, onsemi, 
STMicroelectronics, Wolfspeed, Bosch, Hitachi Energy, Microchip, Vincotech, 
Vishay, StarPower, Silvermicro, BYD Semiconductor, CRRC Times Semiconductor, 
Dynex, MacMic, Silan, Basic等

◆ 調査のポイント
   * IGBT/SiCパワーモジュールの市場と企業の動向分析

- モジュール容量別, アプリケーション別, 絶縁基板材料別, PKG方式別

- アプリケーション別市場規模の変化

- xEV市場拡大とSiC化に伴うモジュールPKG部材の動向予測

   * 主要25社の製品参入状況と新規投入を示すラインナップ表をアップデート

- IGBTとSiCのモジュールの容量/スイッチ回路/パッケージ別/IPM別
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